
0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

誘
電
正
接
（
-）

比誘電率（-）

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 10 20 30 40

伝
送
損
失
（
d
B
/1
0
0
m
m
）

周波数（GHz）

②誘電体損失低減へのアプローチ

高速伝送に向けた東洋鋼鈑の取り組み
東洋鋼鈑では、高速伝送向け基板用材料のご提案を目指し
様々な素材を用いた開発に取り組んでいます。

伝送損失低減 ＝ ①導体損失低減 ＋ ②誘電体損失低減

無粗化銅箔の積層あるいは，無電解めっき法による銅層形成による“平滑界面”の実現

様々な“低誘電性フィルム”と“①平滑界面”の組合せ

①導体損失低減へのアプローチ
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COPベース材の試作例
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Cu/LCP積層材の伝送損失比較
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“平滑界面”との
組合せにより
新たな価値を創出

開発品


